
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
セラミック複合メッキされた刃先部を有するドクターブレードにおいて、セラミック複合
メッキされた刃先部を含むドクターブレード全面に、皮膜の厚みが 0.01～５μｍであるニ
ッケル－スズ（ＮｉＳｎ）メッキにより錆止め加工処理が施されていることを特徴とする
ドクターブレード。
【請求項２】
セラミック複合メッキされた刃先部とメッキされていないブレード基材面を有するドクタ
ーブレードの全面を皮膜の厚みが 0.01～５μｍとなるようにニッケル－スズ（ＮｉＳｎ）
メッキし、加熱処理することを特徴とする錆止め加工処理されたドクターブレードの製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、水性インキや水性塗料を使用した場合にも錆を生じない印刷用および塗装用の
ドクターブレードとその製造方法に関する。
【０００２】
【従来技術】
グラビア（凹版）印刷では、版胴の円周面にドクターブレードを一定の圧力で押圧してお
いて、版胴の非画像部に付着しているインキを掻き落とし除去している。ドクターブレー
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ドは非画像部のインキを完全に除去すると共に、画像部に所定量のインキを残す機能を有
するものであるから、版胴とドクターブレードとの接触圧は常に一定に維持されなければ
ならず、その先端部（刃先）には均一性と耐磨耗性が要求される。
【０００３】
ドクターブレードに耐磨耗性を付与するために、近年セラミック複合メッキ（以下、セラ
メッキということがある。）を施す方法が実施されている。これは無電解ニッケル浴ある
いは電気ニッケルメッキ浴中に、炭化珪素、窒素化ホウ素等のセラミックスの微粉を適量
添加し、撹拌下にメッキ処理を行ないメッキと同時にこれら微粉をメッキ被膜内に析出複
合させ、焼き付け処理してドクターブレードの表面に硬質層を形成するものである。
【０００４】
このセラミック複合メッキでは、コストのかさむセラミック微粉を原料として使用するた
め、通常、ブレード基材の刃先となる先端部のみにセラメッキ層を形成し、セラメッキさ
れた刃先部とメッキされていないブレード基材面を有するドクターブレードとして生産さ
れている。
【０００５】
このようなセラミック複合メッキされてない基材面を有するドクターブレードは、油性イ
ンキを用いる印刷機に使用する場合には、その刃先が磨耗するまでの本来の寿命期間に亘
って使用することができる。しかし、近年、作業環境の問題などから使用されいる水性タ
イプのインキの場合には、セラメッキされてないブレード基材面に錆を生じ、この錆はロ
ールを介して印刷物や被塗装材を汚染する原因となる。また、ドクターブレード自体の美
観を損ねその商品価値を低下させる。
従って、本発明の課題は、セラミック複合メッキ処理されてない基材面を有するセラメッ
キドクターブレードを、水性インキ及び水性塗料に使用した場合にも錆を生じないドクタ
ーブレードを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、鋭意検討した結果、セラミック複合メッキされていないブレード基材面を
金属メッキするか、防錆塗料を塗布することにより上記課題が解決できることを確認し、
本発明を完成した。
【０００７】
すなわち、本発明は、
１．セラミック複合メッキされた刃先部を有するドクターブレードにおいて、セラミック
複合メッキされた刃先部を含むドクターブレード全面に、皮膜の厚みが 0.01～５μｍであ
るニッケル－スズ（ＮｉＳｎ）メッキにより錆止め加工処理が施されていることを特徴と
するドクターブレード。
【０００８】
２．セラミック複合メッキされた刃先部とメッキされていないブレード基材面を有するド
クターブレードの全面を皮膜の厚みが 0.01～５μｍとなるようにニッケル－スズ（ＮｉＳ
ｎ）メッキし、加熱処理することを特徴とする錆止め加工処理されたドクターブレードの
製造方法。
【０００９】
【発明の実施の形態】
セラミック複合メッキ処理されていないブレード基材面を錆止め処理する本発明は、実施
の態様としては、セラミック複合メッキされた刃先部を含むドクターブレード全面を金属
メッキするものである。なお、セラミック複合メッキ処理されていないブレード基材面に
防錆塗料を塗布する手法についても併せて説明する。
以下、添付図面を参照しながら説明する。
【００１０】
（１）金属メッキ処理法
図１は、セラミック複合メッキ処理されていないブレード基材面の錆止め処理として金属
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メッキを施した本発明のドクターブレードの片側先端部付近の断面図である。
図中、１はドクターブレード基材、２はセラメッキ層、３はセラメッキ層を含むドクター
ブレード全面に施された金属メッキ層である。基材１は、通常、厚さが０．１５ｍｍ～０
．６０ｍｍ、幅が４０～６０ｍｍ程度の帯状鋼板（鋼帯）からなり、その片側または両側
の先端部に、それぞれ片刃ブレードおよび両刃ブレードとして使用されるインク掻き落と
し用の刃が形成されている。
【００１１】

セラメッキ層２は、大旨通常の方法に従い以下のようにして形成される。
帯状鋼材（ドクターブレード基材）１の、セラメッキを施す先端部（通常、７ｍｍ～２０
ｍｍ程度）を除く部分に、厚み２ｍｍ～４ｍｍのゴム材やプラスチック材からなる帯状の
スペーサ５を接触させ、このスペーサ５を挟んだ状態で、図３（Ａ）に側断面図、図３（
Ｂ）に片側先端部付近の拡大縦断面図を示すように帯状鋼材と共に巻き取りリールにて巻
き取る。
【００１２】
本発明では、好ましい態様として従来使用されているゴム材のスペーサに代えて、セラミ
ック複合メッキしないブレード基材面にフィルムを貼付する。従来使用されているゴム材
のスペーサの場合には、押圧力が強すぎると潰れて幅が広くなり、弱いとゴムと素材の間
にメッキ液がしみこんでメッキ幅が安定しないため、５ｍｍ以上のメッキ幅にする必要が
あったことを考慮して、セラメッキを施す先端部を除く部分にフィルム貼付したものであ
り、確実に目的とする所望の幅でセラメッキできる。この場合も巻回されているブレード
間にメッキ液が十分に入り込むように０．３ｍｍ～１．５ｍｍのプラスチック製のスペー
サを介在させてリールに巻き取る。
【００１３】
ついで、リールに巻き取られた鋼板を、アルカリ洗浄（脱脂処理）、水洗、酸性液による
洗浄、水洗の前処理をした後、炭化珪素、窒化ホウ素等のセラミックスの微紛を適量添加
した複合セラミック無電解ニッケル浴、あるいは複合セラミック電気ニッケルメッキ浴中
にリールごと鋼材全体を浸漬して撹拌下でメッキ処理し、メッキと同時にセラミックス微
紛をメッキ皮膜内に混合析出させる。ついで、２５０℃～３５０℃の温度にて加熱処理す
ることにより刃先部に硬質のセラミック複合メッキ層が形成される。加熱処理工程を省略
して次工程の金属メッキ後に加熱処理で兼用することもできる。
【００１４】

：
ついで、セラメッキされた上記ドクターブレード基材のセラメッキされていないブレード
基材面を防錆のため金属メッキする。この金属メッキはセラミック複合メッキ部分に希に
見られる微小なポアを覆って、微小ポアに起因する点錆の発生を防ぐ効果をも有する。
【００１５】
金属メッキ処理は、例えば、セラメッキされたドクターブレード基材を巻き取りリールか
ら引き出し、スペーサおよびブレード基材面に貼付されたフィルムを剥がし取り、洗浄お
よび乾燥してリールに巻き取り、ついで、本出願人が先に提案している方法（特開平８－
１１８５８６号）に準じて、鋼板基材をリールから引き出しながら、連続的に洗浄、金属
メッキ、洗浄、乾燥する方法で行うことができる。この方法ではドクターブレードの全面
をメッキ処理できるため好ましい。
【００１６】
金属メッキは、防錆の目的、メッキ皮膜の耐久性および経済的な観点からニッケル－スズ
（ＮｉＳｎ）メッキとする。
【００１７】
ＮｉＳｎ合金メッキは、ピロリン酸浴、硫酸浴等の浴を用いて電気メッキにより形成され
る。電流密度は 0.5Ａ／ｄｍ 2～３０Ａ／ｄｍ 2が好ましく、メッキ液の温度は２５℃～４
５℃が好ましい。ピロリン酸浴はピロリン酸カリウム（２００ｇ／Ｌ～５００ｇ／Ｌ）、
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硫酸ニッケル（１０ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌ）、硫酸スズ（２０ｇ／Ｌ～６０ｇ／Ｌ）を含む
。硫酸浴は硫酸（５ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌ）、硫酸ニッケル（１０ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌ）、
硫酸スズ（２０ｇ／Ｌ～６０ｇ／Ｌ）を含む。ＮｉＳｎメッキ皮膜の厚さはメッキの時間
により調節できるが、 0.01～５μｍ、好ましくは 0.01～３μｍである。 0.01以下では被覆
率が低下し、十分な耐錆性の効果が得られず、５μｍ以上では耐錆性の効果は飽和しコス
ト高となるので好ましくない。
【００１８】
クロム（Ｃｒ）メッキは、サージェント浴を用いて電気メッキにより形成される。電流密
度は５Ａ／ｄｍ 2～５０Ａ／ｄｍ 2が好ましく、メッキ液の温度は３０℃～６０℃が好まし
い。サージェント浴とは無水クロム酸（２００ｇ／Ｌ～５００ｇ／Ｌ）および硫酸（ 2.0
ｇ／Ｌ～ 5.0ｇ／Ｌ）を含むメッキ浴であり、無水クロム酸と硫酸の比率は１００：１と
するのが望ましい。Ｃｒメッキ皮膜の厚さもＮｉＳｎメッキ皮膜と同様、 0.01～５μｍ、
好ましくは 0.01～３μｍとする。
【００１９】
金属メッキ後に加熱処理を行う。加熱処理は先のセラメッキ工程後に加熱処理を行ってい
る場合には省略できるが、セラメッキ工程で加熱処理していない場合には必須である。加
熱処理の温度は通常２５０～４５０℃である。この加熱処理により金属メッキ皮膜表面に
酸化膜が生じ、金属メッキ層と相まって防錆性が一層向上する。
【００２０】
（２）防錆塗料塗布法
図２は、セラメッキ処理されていないブレード基材面に錆止め処理として防錆塗料を塗布
した参考態様を示すドクターブレードの片側先端部付近の断面図である。図中、１および
２は図１と同じく、各々ドクターブレードの基材とセラメッキ層であり、４は防錆塗料層
である。
【００２１】
防錆塗料による錆止め処理は、上記（１）の金属メッキによる錆止め処理の場合に説明し
た方法で形成したセラメッキ層を有するリールに巻かれたドクターブレード基材を、巻き
取りリールから引き出し、スペーサを外し、洗浄、乾燥し、セラメッキされていないブレ
ード基材面に防錆塗料を塗布するものである。
【００２２】
使用する防錆塗料は、塗布硬化後に形成される塗膜がインクに耐性のあるものであればよ
い。このような塗料としては、アクリル系、ポリアミド系、ポリイミド系、ウレタン系、
エポキシフェノール系、フッ素系等が挙げられ、中でもアクリル系、ウレタン系、エポキ
シフェノール系塗料が安価であり、好ましい。
ブレード基材面への防錆塗料の塗布方法は特に限定されないが、刷毛塗り法、ロールコー
ターを用いる方法、スプレー法等が挙げられる。連続的に塗布できるロールコーターを用
いる方法が好ましい。
【００２３】
【実施例】
以下に実施例、参考例および比較例を挙げて本発明を説明するが、本発明は下記の例に限
定されるものではない。以下の実施例等において、メッキの膜厚は、蛍光Ｘ線法によりＮ
ｉ、Ｃｒ、Ｓｎ等のＸ線強度から求めた。
【００２４】
比較例１
厚み 0.20ｍｍ、幅５０ｍｍで片側が刃先加工されたブレード基材（鋼帯）をリールから巻
き出しながら、苛性ソーダを主体とし、界面活性剤、消泡剤を含むアルカリ液中で電解脱
脂洗浄し、水洗、乾燥後、別のリールに巻き取った。このリールを巻き出しながら、４６
ｍｍ幅のポリエチレン製フィルム（日東電工（株）製，Ｃ－２０２，厚み 0.1ｍｍの）を
基材の刃先両面の４ｍｍ幅を除いて、残りの４６ｍｍ部分に連続的に貼り付け、かつ巻き
取りの前に厚さ 0.6ｍｍのポリプロピレン（ＰＰ）製スペーサーを間に挟んでリールに巻
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き取った。巻き取った鋼帯をリールごと、５０℃のアルカリ脱脂液（ユケン工業社製パク
ナＲＴ－Ｔ）中に１５分間浸漬し、水洗後、塩酸酸洗液中で１５分間酸洗し、さらに水洗
した後、ＳｉＣを分散させた複合セラミック無電解ニッケルメッキ液（日本カゼニン社製
のメッキ液，ＳＣ－８０，硫酸ニッケル１５ｇ／Ｌ，次亜リン酸ナトリウム２０ｇ／Ｌ）
中にリールを浸漬し、リールをゆっくり回転させながら（１分間に５回転程度）８５℃で
４５分間、ニッケルとＳｉＣのセラミック複合メッキを行い、水洗後乾燥して厚さ７μｍ
のセラメッキ被膜を形成した。リールからの巻き出しと同時に鋼帯からフィルムを剥がし
、洗浄後、連続処理炉にて３５０℃で１時間加熱処理を行い、再びリールに巻き取った。
次いで、リールから連続的に引き出しながら、５０℃の苛性ソーダ水溶液中での浸漬脱脂
、水洗後、液温４０℃の無水クロム酸２５０ｇ／Ｌ、硫酸イオン 2.5ｇ／Ｌを含むサージ
ェント浴中で３０Ａ／ｄｍ 2の電流密度で連続電解メッキを行って、ドクターブレードの
全面に厚さ 0.05μｍのクロムメッキを形成した。
【００２５】
実施例１
比較例１において、板厚 0.20ｍｍ、幅４０ｍｍの片側が刃先加工された帯状鋼材を使用し
、刃先から３ｍｍ幅を残し、残りを３７ｍｍ幅のポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）製フィルム（
寺岡製作所（株）製；３３２Ａ）を貼り付け、３００℃で加熱処理をした以外は同様にし
て、セラメッキを行った。ついでリールから鋼帯を連続的に巻き出しながら、５０℃の苛
性ソーダ液中での浸漬脱脂、水洗、液温４０℃のピロリン酸カリウム２５０ｇ／Ｌ、硫酸
ニッケル２５ｇ／Ｌ、硫酸スズ５０ｇ／Ｌを含むメッキ液中で５Ａ／ｄｍ 2の電流密度で
連続電解メッキを行い、厚さ 1.5μｍのＮｉＳｎ合金メッキを形成した。
【００２６】
実施例２
板厚 0.20ｍｍ、幅５０ｍｍの両側が刃先加工された帯状鋼材を使用し、両側の刃先から５
ｍｍ幅を残し、中央に４０ｍｍ幅のポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）製フィルム（寺岡製作所（
株）製；３３２Ａ）を貼り付けた以外は実施例１と同様にしてセラメッキを行った。但し
、実施例１で実施したセラメッキ後の加熱処理を行わず、リールから連続的に巻き出しな
がら、５０℃の苛性ソーダ液中での浸漬脱脂、水洗、次いで液温４０℃のピロリン酸カリ
ウム２５０ｇ／Ｌ、硫酸ニッケル２５ｇ／Ｌ、硫酸スズ５０ｇ／Ｌを含むメッキ液中で５
Ａ／ｄｍ 2の電流密度で連続電解メッキを行い、厚さ 1.5μｍのＮｉＳｎ合金メッキを形成
し、その後、３５０℃で１時間熱処理を行った。
【００２７】

：塗装法による防錆
実施例１と同様にして、厚み 0.20ｍｍ、幅５０ｍｍで片側が刃先加工されたブレード基材
（鋼帯）の刃先両面の３ｍｍ幅を除いてポリエチレン製粘着フィルム（日東電工（株）製
，Ｃ－２０２，厚み 0.1ｍｍの）を貼り付けて、ニッケルとＳｉＣのセラメッキを行った
後、加熱処理を行った。このセラメッキされていないブレードの基材面にロールコーター
を用いてアクリル系塗料（大日本インキ化学工業（株）Ｖニット－２００Ｓ）を塗布し、
２３０℃で焼き付けを５分間行い硬化させ、厚さ１０μｍの塗布膜を形成した。
【００２８】
比較例２
板厚 0.15ｍｍ、幅５０ｍｍの片刃加工された鋼帯をリールから巻き出しながら、刃先から
１０ｍｍ幅以外の部分に接触するように厚み 2.5ｍｍ、幅４０ｍｍのゴム製スペーサーを
挟みながらコイルに巻き取った。この状態で実施例１と同様に脱脂、水洗、酸洗、水洗か
らなる前処理後、セラミック複合メッキを行い、厚さ７μｍのセラメッキ被膜を形成した
。その後、リールから連続的に巻き出し、連続処理炉で３００℃で１時間熱処理を行った
。
【００２９】
評価試験
上記実施例１～２、参考例および比較例１～２で得たドクターブレード基材を所定の長さ
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に切断し、ドクターブレードを作製し、耐錆性および耐久性を実機印刷により評価した。
耐錆性は水性インキ（東洋インキ（株）製  白  Ｎｏ．６３Ｓ）を用いた印刷時、ブレード
の寿命前における錆の発生の有無を、目視観察した。耐久性は、印刷を良好にできた時間
（ドクターブレードを交換するまでの時間）に処理できた印刷物の長さ（ｍ）により評価
した。結果を表１に示す。
【００３０】
【表１】
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【００３１】
表１から、本発明のドクターブレードはセラメッキ処理されていないブレード基材面が錆
止め処理されているため、水性インキに使用しても錆を生じず、特に刃先部を含むドクタ
ーブレード全面に金属メッキした場合に耐久性が向上することが明らかである。
【００３２】
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【発明の効果】
本発明のドクターブレードは、金属メッキによって錆び止め処理されているので水性イン
キまたは水性塗料に使用しても錆を生じない。特にセラミック複合メッキされた刃先部を
含むドクターブレードの全面を金属メッキすることにより錆止め処理した場合は耐久性が
向上し、刃先部に微小なポアがあった場合でも点錆となるのを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】金属メッキ処理により錆止め処理した本発明のドクターブレード片側先端部の断
面図である。
【図２】防錆塗料により錆止め処理した参考例のドクターブレードの断面図である。
【図３】ゴム製のスペーサーを挟んで巻き取りリールに巻き取られた帯状鋼板の側断面図
（Ａ）、及び片側先端部付近の拡大縦断面図（Ｂ）である。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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